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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be- 
stUcken von Leiterplatten mit Bauelementen die 
mindestens einen drehbaren Mehrfach-Bestuckkopf 
mit mehreren Aufnahmewerkzeugen fur Bauele- 
mente aufweist, wobei, deren wesentlicher Einsatz 
bei der SMD-Technik, speziell bei den zugehorigen 
BestUckautomaten, angesiedelt ist und ein Verfah- 
ren mit einer derartigen Vorrichtung. 

Solche Vorrichtungen und deren Anwendungen 
sind aus DE-A-3 424 323 und aus GB-A-2 108 015 
bekannt. 

Zum schnellen BestUcken von Leiterplatten mit 
elektrischen Bauelementen werden sogenannte Be- 
stUckautomaten eingesetzt. Die in diesem Bereich 
gewUnschten Zeiteinsparungen bei verschiedenen 
Bearbeitungsprozessen haben dazu gefUhrt, daft 
die sogenannte SMD-Technik (Surface Mounted 
Device) Uberwiegend eingesetzt wird. Bei dieser 
ohnehin sehr vorteilhaften und kompakten BestUk- 
kung von Leiterplatten werden von verschiedenen 
Herstellern Bestuckungsautomaten angeboten, die 
meist nach dem "Pick-and- Place "-Verfahren arbei- 
ten. Dies besagt, da/3 Bauelemente einzeln aufge- 
nommen, zentriert und positioniert und auf die Lei- 
terplatte einzeln aufgesetzt werden. Ein derartiger 
Vorgang wird fur jedes einzelne Bauelement durch- 
gefUhrt. 

Andere Gerate, die auf dem Markt erhaltlich 
sind, weisen bereits einen Vielfachkopf auf, der 
Bauelemente einzeln in einer Sequenz aufnimmt 
und an einer Stelle der Leiterplatte jeweils einzeln 
auf diese absetzt. Dazu ist es notig, da/3 die Leiter- 
platte fur jedes Bauelement positioniert wird. 

Ein weiteres Gerat zum Stand der Technik 
arbeitet so, dafl mehrere Bauelemente aufgenom- 
men werden konnen, aber einzeln auf der Leiter- 
platte abgesetzt werden. Dabei wird die Leiterplatte 
in einer ebenen Koordinatenrichtung fur jedes Bau- 
teil einzeln positioniert, wahrend die Ausrichtung 
bezogen auf die zweite ebene Koordinatenrichtung 
durch den Trager des Bauelementes durchgeftihrt 
wird. 

Diese bekannten Bestuckungsautomaten und 
die zugehSrigen Verfahren benStigen entweder 
sehr lange Zeiten durch die fUr jedes Bauelement 
n6tigen Transportwege von einer ZufUhreinheit zur 
Leiterplatte und wieder zurUck. Auch der Einsatz 
von VielfachkSpfen ist mit keiner wesentlichen Zeit- 
einsparung verbunden, da bisher fOr die Plazierung 
eines jeden Bauelementes die Leiterplatte bewegt 
und positioniert werden mufl. Weiterhin werden hier 
die Vorteile eines Vielfachkopfes nicht voltstandig 
ausgenutzt, da die Bauteile teilweise in Sequenzen 
aufgenommen werden und somit immer eine be- 
stimmte Reihenfolge einzuhalten ist. 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung und ein Verfahren zum BestUcken von 
Leiterplatten mit Bauelementen bereitzustellen, wo- 
bei liber eine Mehrfachaufnahme von Bauelemen- 
5 ten aus ZufUhreinheiten eine wesentlich schnellere 
BestUckung von Leiterplatten mit gleichzeitiger 
Ausrichtung und PrUfung der Bauelemente auf rich- 
tige Montage und Funktionsfahigkeit, ermoglicht 
wird. 

10 Die Losung dieser Aufgabe wird durch eine 

Vorrichtung ermoglicht, deren Merkmale im kenn- 
zeichnenden Teil des Anspruches 1 wiedergege- 
ben sind, sowie durch ein Verfahren, dessen Merk- 
male im kennzeichnenden Teil des Anspruches 5 

75 beschrieben ist. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
da£ eine wesentliche Zeiteinsparung bei den Bear- 
beitungsvorgMngen innerhalb eines SMD-BestUck- 
automaten nur durch den Einsatz eines Mehrfach- 

20 bestUckkopfes erreicht werden kann, wobei am 
Mehrfachbestuckkopf ein Geratetrager befestigt ist, 
der mittels Bearbeitungsstationen fur eine Zentrie- 
rung, fur Kontaktierung, Messung und beispielswei- 
se fur eine Elimination von funktionsunfahigen Bau- 

25 elementen sorgt, so da/J wahrend der BestUckung 
der Leiterplatte mit einem bestimmten Bauteil an- 
dere, gleichzeitig am Mehrfachbestuckkopf befindli- 
che Bauelemente gleichzeitig montagefertig bear- 
beitet werden konnen. Der Geratetrager ist bei- 

30 spielsweise mit der Halterung des drehbaren Mehr- 
fachbestUckkopfes fest verbunden, so dafl sich der 
Mehrfachbestuckkopf in Bezug auf den Geratetra- 
ger bewegen kann. Beide Apparateteile sind auf 
einem Schlitten in X-, Y-Richtung verfahrbar, so 

35 dafl weder zur Aufnahme von Bauelementen aus 
bestimmten ZufUhreinheiten noch zur BestUckung 
der Leiterplatten mit Bauelementen die ZufUhrein- 
heiten noch die Leiterplatten bewegt werden mUs- 
sen. Dies hat den besonderen Vorteil, da/3 gegen- 

40 Uber einem "Pick-and-Place" -Gerat nicht zwischen 
jeweils zwei Bauelementen eine Bewegung des 
BestUckkopfes von den ZufUhreinheiten zur Leiter- 
platte und zurUck notig ist. Des weiteren kann eine 
erfindungsgema/te Vorrrichtung Bauelemente unab- 

45 hangig von einer Sequenz sammeln und diese 
Bauelemente ebenso unabhangig von einer be- 
stimmten Reihenfolge auf der Leiterplatte positions- 
genau aufsetzen. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung 

so sieht vor, dafl zwei nebeneinander auf einem ge- 
meinsamen Stativ einzeln verfahrbare Mehrfachbe- 
stUckkSpfe wechselweise den Vorgang des Sam- 
melns und den Vorgang des BestUckens ausfUh- 
ren. Auch hierbei werden mehrere Taktzeiten fUr 

55 die Transportwege zwischen ZufUhreinheit und Lei- 
terplatte eingespart. 
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Eine vorteilhafte Variants der Erfindung zeigt 
eine Anordnung, bei der mindestens zwei gegen- 
Gberliegende und auf unterschied lichen Stativen 
verfahrbare MehrfachbestGckkopfe eine in der Mit- 
te befindliche Leiterplatte mit Bauelementen aus 
jeweils fur die entsprechenden MehrfachbestGck- 
kopfe vorgesehenen ZufGhreinheiten bestGckt. Ein 
Vorteil dieser AusfGhrung liegt darin, daB fur jeden 
Mehrfachbestuckkopf eine groBere Freiheit fUr die 
Bewegung in X-Richtung vorhanden ist, im Gegen- 
satz zu den Bewegungsmoglichkeiten von zwei auf 
einem Stativ befindlichen Mehrfachbestuckkopf en. 

Das mit der erfindungsgemaflen Vorrichtung 
verbundene Verfahren zum BestGcken von Leiter- 
platten mit Bauelementen sieht vor, daB ein wahl- 
freies Sammeln von Bauelementen mit anschlie- 
flendem BestGcken der Leiterplatte mit diesen Bau- 
elementen aus bzw. auf ortsfesten ZufUhreinheiten 
und Leiterplatten geschieht. Dies hat den besonde- 
ren Vorteil, daB zum einen zwar Sequenzen von 
Bauelementen moglich sind, jedoch auf keinen Fall 
notig und somit eingehalten werden mGBten. Wei- 
terhin kann die Bereitstellung von Bauelementen 
mittels der ortsfesten ZufGhreinheiten wesentlich 
vereinfacht werden, weil eine Auswechslung derar- 
tig ortsfester Einheiten in einfacher Weise vorzu- 
nehmen ist. Die Ausrichtung eines Bauelementes in 
bezug auf seinen Einbauplatz auf der Leiterplatte 
geschieht Gber der ortsfesten Leiterplatte durch 
Verfahren des MehrfachbestGckkopfes auf einem 
Schlitten in X- und in Y-Richtung. Dies hat den 
Vorteil, daB lediglich eine Seite, da die Leiterplatte 
ortsfest ist, ausgerichtet werden muB. 

Eine besondere Ausgestaltung der Erfindung 
ermoglicht es, die in den ZufGhreinheiten bereitge- 
stellten Bauelemente ohne vorherige PrGfung und 
reproduzierbare Positionierung zu liefern. Nach 
dem Sammeln von Bauelementen aus ZufGhrein- 
heiten durch einen MehrfachbestGckkopf wird 
durch getaktetes Vorbeilaufen der einzelnen am 
MehrfachbestGckkopf befindlichen Bauelemente an 
den Bearbeitungsstationen wShrend des Sammelns 
bzw. wahrend des anschlieBenden BestGckens da- 
fGr gesorgt, daB die Bauelemente zentriert, kontak- 
tiert, elektrisch, optisch Oder mechanisch gemes- 
sen und eventuell bei FunktionsunfShigkeit aussor- 
tiert werden. 

Beim Einsatz nur einer Vorrichtung zum Be- 
stGcken von Leiterplatten mit Bauelementen, also 
eines MehrfachbestGckkopfes ist es sinnvoll, zur 
Zeitersparnis das Sammeln von Bauelementen und 
den Leiterplattenwechsel gleichzeitig durchzufuh- 
ren. 

Durch den Einsatz einer Codierung der Bauele- 
mente, so daB diese an jeder Stelle der Vorrichtung 
identifiziert werden konnen, kann unter Zuhilfnah- 



me von Kameras, Gber die die Codierung erkannt 
wird, eine weitere wesentliche Beschleunigung des 
gesamten Verfahrens erzielt werden. 

Wird die erfindungsgemaBe Vorrichtung mit ei- 
s ner freiprogrammierbaren Steuerung kombiniert, so 
ist es moglich, die einzelnen Verfahrensschritte, 
wie zeitparalleles Arbeiten von mehreren Mehrfach- 
bestGckkopf en, Einsatz von verschiedenen GroBen 
verschiedener Saugpipetten, Zuordnung von be- 
to stimmten ZufGhreinheiten, zum momentanen Auf- 
enthaltsort eines daraus entnommenen Bauelemen- 
tes und Bestimmungsort des Bauelementes auf der 
Leiterplatte, sowie Positionierung des Mehrfachbe- 
stGckkopfes mit dem entsprechend positionierten 
75 Bauelemente bezUglich der Leiterplatte und Abset- 
zen des montagefertig geprUften und ausgerichte- 
ten Bauelementes auf die Leiterplatte, zu steuern 
und zu kontrollieren. 

Im folgenden wird anhand von schematischen 
20 Zeichnungen ein AusfGhrungsbeispiel beschrieben. 

Fig. 1 zeigt die Seitenansicht einer erfin- 
dungsgemSBen Vorrichtung mit einem 
MehrfachbestGckkopf 2 und einem zu- 
gehorigen GerMtetrager 7. 
25 Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung mit einem Gber 
den Schlitten 6 am Stativ 9 verfahrba- 
ren MerhfachbestGckkopf 1 mit der 
Relativlage zu den ZufGhreinheiten 4 
und der Leiterplatte 5. 
30 Fig. 3 zeigt eine Vorrichtung entsprechend^ 
der in Fig. 2 gezeigten in der Drauf-< 
sicht. 

Fig. 4 zeigt einen MehrfachbestGckkopf 1^ 
mit dem dazugehorigen Geratetrager 

35 7 und den Bearbeitungsstationen 8 in 

der Frontalansicht. 
In der Fig. 1 ist in der Seitenansicht der dreh- 
bare Bestuckkopf 1 mit gleichmaBig darauf verteil- 
ten Saugpipetten, die zum Aufnehmen oder Abset- 

40 zen eines Bauelementes 3 ausfahrbar sind, sowie 
der GerStetrSger 7 mit den darauf befestigen Bear- 
beitungsstationen 8 sichtbar. Diese Einheit ist auf 
einem Schlitten 6, der an einem Stativ 9 befestigt 
ist, in X-, Y-Richtung verfahrbar. Des weiteren ist 

45 eine ZufGhreinheit 4, die beispielsweise Bauele- 
mente Gber einen Taschengurt zufUhrt, angedeutet. 
Der MehrfachbestGckkopf 1 kann aus mehreren 
hintereinander liegenden ZufUhreinheiten 4 wahlfrei 
Bauelemente verschiedener GrdBe und verschiede- 

50 ner Ausrichtung Uber die Saugpipetten 2, die auch 
verschiedene GroBen haben konnen, entnehmen, 
also den Sammelvorgang durchfUhren, wobei in 
AnschluB daran eine Zentrierung, Kontaktierung, 
PrGfung der aufgenommenen Bauelemente 3 mit- 

55 tels der Bearbeitungsstationen 8 durch drehen des 
Mehrfach-BestUckkopfes 1 in beliebige Richtung 
vorgenommen werden kann. Der Mehrfach-Be- 
stGckkopf 1, der hier sternformig ausgebildet ist, 
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kann ebenso kreisfSrmig Oder kegelf5rmig konstru- 
iert sein. Eine kreisformige Ausbildung wurde be- 
deuten, daB die Saugpipetten ebenfalls auf dem 
Umfang des Mehrfach-BestUckkopfes verteilt sind, 
jedoch parallel zur Achse des Mehrfach-BestUck- 
kopfes liegen. Eine kegelformige Konstruktion hat 
beispielswetse die Achse des Kegels, der den 
Mehrfach-BestUckkopf darstellt, unter 45* geneigt, 
wobei die jeweils senkrecht nach unten zeigende 
Saugpipette ein Bauelement entnehmen oder Auf- 
setzen kann. Bei diesen verschiedenen AusfUh- 
rungsformen mufi dafUr gesorgt werden, daB die 
Bearbeitungsstationen 8 innerhalb des Geratetra- 
gers 7 so positioniert sind, daB sie jeweils gegen- 
Uber von einer Saugpipette 2 mit einem Bauele- 
ment 3 zum Liegen kommen und entsprechend 
einen Bearbeitungsschritt durchfQhren konnen. 

In der Fig. 2 ist eine erfindungsgemaBe Anord- 
nung in der Frontalansicht gezeigt, wobei der 
Schfitten 6 durch eine gestrichelte Linie angedeutet 
ist. Der Schlitten 6 ist mit bewegbaren Teilen, die 
durch einen Fatten balg verdeckt sind auf dem Sta- 
tiv 9 in X-Richtung fahrbar aufgehangt. Die Verfahr- 
barkeit des Mehrfachbestuckkopfes 1 in 7-Richtung 
steht in diesem Fall senkrecht auf der Zeichenebe- 
ne. Es ist eine Leiterplatte 5 angedeutet, die mit 
Bauelementen 3 verschiedener GroBe und ver- 
schiedener Lage versehen ist. In diese AusfUhrung, 
die nur einen MehrfachbestOckkopf enthalt, wird 
der Sammelvorgang und der Bestuckvorgang von 
diesem einen vorgenommen. Dabei ist die Dreh- 
richtung des Mehrfachbestuckkopfes 1, die durch 
Pfeile angedeutet ist, durch die freiprogrammierba- 
re Steuerung entsprechend ansteuerbar. Durch die 
Codierung der Bauelemente 3 ist eine Zuordnung 
eines bestimmten Bauelementes, das von einer 
Saugpipette 2 aufgenommen wurde, zu seiner Ent- 
nahmeeinheit und zu seiner Bestimmungsposition 
auf der Leiterplatte 5, sowie in Bezug auf die 
verschiedenen Bearbeitungsstationen 8, die in die- 
ser Fig. 2 nicht eingezeichnet sind, moglich. 

Die Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemaBe Anord- 
nung, in der zwei Schlitten 6 mit entsprechenden 
MehrfachbestOckkopf en 1 auf einem gemeinsamen 
Stativ 9 verfahrbar sind. Es ist angedeutet, daB ein 
MehrfachbestOckkopf 1 das wahlfreie Sammeln von 
Bauelementen in ZufOhreinheiten 4 durchfOhrt und 
der andere MehrfachbestUckkopf 1 gleichzeitig das 
BestUcken der Leiterplatte 5 ausfUhrt. Die mogli- 
chen Bewegungsrichtungen des Mehrfachbestuck- 
kopfes 1 sind wiederum durch Pfeile angedeutet, 
die Leiterplatte 5 wird in der Regel in einer Rich- 
tung an der Vorrichtung vorbeigefUhrt, ist jedoch 
zum Zeitpunkt des BestUckens ortsfest. 

Die Fig. 4 zeigt die Frontalansicht eines Mehr- 
fachbestuckkopfes 1 mit zugehorigem Geratetrager 
7, mit in diesem Falle drei Bearbeitungsstationen 8, 
mit Saugpipetten 2 und einem Bauelement 3. Die 



ringfSrmige Konstruktion des Geratetragers 7, die 
hier in Form eines Achteckes gewahlt wurde, er- 
mSglicht es, insgesamt sieben bis acht Bearbei- 
tungsstationen 8 aufzunehmen. Durch anderweitige 

5 Konstruktionen kann eine Vielzahl von Bearbei- 
tungsstationen 8 eingesetzt werden, die jedoch ma- 
ximal der Anzahl der Saugpipetten 2 entsprechen 
kann, die auf dem MehrfachbestUckkopf 1 vorhan- 
den sind. AuBerdem ist eine Position einer Saugpi- 

10 pette, namlich die die senkrecht nach unten zeigt 
und ein Bauelement, das montagefertig vorbereitet 
ist, Absetzen kann, nicht mit einer Bearbeitungssta- 
tion 8 zu kombinieren. 

Ahnlich wie in der Fig. 3 angedeutet, kann eine 

75 erfindungsgemaBe Vorrichtung nicht nur aus zwei 
nebeneinander verfahrbaren, sondern auch als zwei 
gegenUber, in diesem Fall aber auf zwei verschie- 
denen Stativen verfahrbaren MehrfachbestUckkop- 
fen 1 bestehen, die die gleiche Leiterplatte 5 wech- 

20 selweise bedienen. 

Weiterhin ist zu bemerken, daB natUrlich von 
einem MehrfachbestUckkopf 1 auch nur einzelne 
Bauelemente 3 aufgenommen werden konnen. Der 
MehrfachbestUckkopf muB nicht voilstandig gefUllt 

25 sein, was ein weiterer Vorteil der Verfahrensweise 
ohne Sequenzbildung ist. 

Mit einer erfindungsgemaflen Vorrichtung las- 
sen sich die Bearbeitungszeiten an einem SMD- 
BestUckautomaten urn 40 % verkUrzen. 

30 

Pate ntansprti che 

1. Vorrichtung zum BestUcken von Leiterplatten 
(5) mit Bauelementen (3), insbesondere bei 

35 SMD-BestUckautomaten, mit mindestens ei- 

nem drehbaren Mehrfach-BestUckkopf (1) mit 
mehreren Aufnahmewerkzeugen fur Bauele- 
mente (3), 

gekennzeichnet durch, 

40 - mindestens einen ringformigen, urn je- 

weils einen Mehrfach-BestUckkopf (1) an- 
geordneten Geratetrager (7) mit daran 
befestigten Bearbeitungsstationen (8), 
wobei sich der Mehrfach-BestUckkopf (1) 

45 in Bezug auf die Bearbeitungsstationen 

(8) drehon kann, 
- die Aufhangung eines oder mehrerer 
Mehrfach-BestUckkopf e (1) an jeweils ei- 
nem Schlitten (6), wodurch der 

50 Mehrfach-BestUckkopf (1) mit dem zuge- 

horigen Geratetrager (7) in X, Y-Richtung 
verfahrbar und position ierbar ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 f 
55 gekennzeichnet durch, 

mindestens zwei nebeneinander auf einem ge- 
meinsamen Stativ (9) einzeln verfahrbare 
Mehrfach-BestUckkSpfe (1). 
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3- Vorrichtung nach Anspruch 1 , 
gekennzeichnet durch, 

die Anordnung von mindestens zwei gegen- 
Ciberliegenden und auf unterschiedlichen Stati- 
ven (9) verfahrbaren Mehrfach-Bestuckkdpfen s 
(1). 

4. Verfahren zum BestOcken von Leiterplatten (5) 
mit Bauelementen (3) mit einer Vorrichtung 
nach einem der vorhergehenden AnsprUche, w 
gekennzeichnet durch, 

- wahlfreies Sammeln von Bauelementen 
(3) aus ZufUhreinheiten (4) mittels minde- 
stens einem Mehrfach-BestUckkopf (1 ), 15 

- anschKe/tendes BestUcken einer Leiter- 
platte (5) mit diesen Bauelementen (3), 

- zum Zeitpunkt des Sammelns oder Be- 
stUckens jeweiis ortsfeste ZufOhreinhei- 
ten (4) und Leiterplatten (5). 20 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 
gekennzeichnet durch, 

die Bearbeitung der wahlfrei gesammelten 
Bauelemente (3) am Mehrfach-BestUckkopf (1) 25 
wahrend des getakteten Vorbeilaufens an den 
Bearbeitungsstationen (8). 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, 
gekennzeichnet durch, 30 
die gleichzeitige DurchfUhrung von Sammeln 

von Bauelementen (3) und Leiterplattenwech- 
sel. 

7. Verfahren nach einem der AnsprUche 4 bis 6, 35 
gekennzeichnet durch, 

etne Codierung der Bauelemente, so da/3 diese 
an jeder Stelle der Vorrichtung identifizierbar 
sind. 

40 

8. Verfahren nach einem der AnsprUche 4 bis 7, 
gekennzeichnet durch, 

die Organisation der einzelnen Verfahrens- 
schritte mittels Einsatz einer frei programmier- 
baren Steuerung. 45 

Claims 

1. Device for mounting components (3) on printed 

circuit boards (5), preferably in automatic SMD 50 
mounting units, having at least one rotatable 
multiple mounting head (1) with a plurality of 
tools for receiving components (3), characteris- 
ed by 

- at least one annular device carrier (7), 55 
arranged in each case about a multiple 
mounting head (1) and having processing 
stations (8) attached thereto, the multiple 



mounting head (1) being capable of rotat- 
ing in relation to the processing stations 
(8), 

- the suspension of one or more multiple 
mounting heads (1) on in each case one 
carriage (6), by which means the multiple 
mounting head (1) can be moved and 
positioned with the associated device 
carrier (7) in the X and Y directions. 

2. Device according to Claim 1, characterised by 
at least two individually movable multiple 
mounting heads (1) next to one another on a 
common stand (9). 

3. Device according to Claim 1 , characterised by 
the arrangement of at least two multiple 
mounting heads (1) located opposite one an- 
other and movable on different stands (9). 

4. Process for mounting components (3) on print-, 
ed circuit boards (5) with a device according to 
one of the preceding claims, characterised by 

- optional collecting of components (3)* 
from feeder units (4) by means of at. 
least one multiple mounting head (1), 

- subsequent mounting of these compo- 
nents (3) on a printed circuit board (5), . 

- feed units (4) and printed circuit boards 
(5) which are stationary in each case at 
the time of the collection or mounting. 

5. Process according to Claim 4, characterised" 
. by the processing of the optionally collected 

components (3) on the multiple mounting head 
(1) during the clocked passage past the pro- 
cessing stations (8). 

6. Process according to Claim 4 or 5, charac- 
terised by the simultaneous execution of the 
collecting of components (3) and changing of 
the printed circuit board. 

7. Process according to one of Claims 4 to 6, 
characterised by an encoding of the compo- 
nents so that they can be identified at each 
point on the device. 

8. Process according to one of Claims 4 to 7, 
characterised by the organisation of the in- 
dividual process steps by using a freely prog- 
rammable control. 

Revendlcatlons 

1. Dispositif pour £quiper des plaquettes h cir- 
cuits imprimis (5) avec des composants (3), 
notamment dans le cas d'automates d'^quipe- 
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ment du type SMD, comportant au moins une 
tete d'equipement rotative multiple (1) possg- 
dant plusieurs outils de reception pour des 
composants (3), 
caracteris^ par 

- au moins un support annuiaire d'appareil 
(7) dispose respectivement autour d'une 
tete d'equipement multiple (1) et auquel 
sont fixes des postes d'usinage (8), la 
t§te multiple d'£quipement (1) pouvant 
tourner par rapport aux postes d'usinage, 

- la suspension d'une ou plusieurs tetes 
d'4quipement multiples (1) sur des cha- 
riots respectifs (6), ce qui permet de 
deplacer et de positionner dans la direc- 
tion X, Y la t§te d'Squipement multiple 
(1) k laquelle est associe* le support d'ap- 
pareil (7). 
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Proc6d£ suivant Tune des revendications 4 k 

6, caracte>is6 par un codage des composants 
de sorte que ces derniers peuvent etre identi- 
fies en chaque emplacement du dispositif. 

Proc§d6 suivant Tune des revendications 4 k 

7, caracteVise* par Torganisation des diffeVentes 
etapes ope>atoires moyennant ('utilisation 
d'une untti de commande librement program- 
mable. 



Dispositif suivant la revendication 1, caracteVi- 
s6 par au moins deux tetes d'dquipement mul- 
tiples (1) de'piagables individuellement cote-lt- 
cote sur un statif commun (9). 
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Dispositif suivant la revendication 1, caracteVi- 
se par la disposition d'au moins deux t§tes 
d'Squipement multiples (1) situees en vis-&-vis 
et d^placables sur des statifs (9) diffe>ents. 
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Proced6 pour £quiper des plaquettes k circuits 
imprimis (5) avec des composants (3) k I'aide 
d'un dispositif suivant Tune des revendications 
precSdentes, caracte>is6 par 

- une collecte libre de composants (3) a 
partir d'unites d'amenee (4) k Paide d'au 
moins une tete d'equipement muiltiple 
(1). 

- Pequipement ulte>ieur d'une plaquette k 
circuits imprimis (5) avec ses compo- 
sants (3), 

- des unite's d 'amenee (4) et des plaquet- 
tes k circuits imprimis (5) gtant respecti- 
vement fixes k I'instant de la collecte ou 
de PopeVation d'equipement. 

Proc£d§ suivant la revendication 4, caracterise 
par I'usinage des composants (3), collected 
selon un choix libre, sur la t§te d'equipement 
multiple (1) pendant le passage cadenc£ de- 
vant les postes d'usinage (8). 
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Proced6 suivant la revendication 4 ou 5, carac- 
teris£ par r execution simultanee de la collecte 
de composants (3) et le remplacement des 
plaquettes k circuits imprimis. 
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